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This work presents die defect classification using image processing. The detection of the 
flaw is based on the defect features in the die. Each unique defect or feature structure is defined 
from samples that has been collected by Visual Inspection Inspectors. The defects are then 
grouped into user definition categories such as blob, pin hole, underfill and die crack.This work 
also describes the image processing algorithms utilized to perform defect classification. The 
defect classification was developed from MATLAB program.It is aimed at locating the Region of 
Interest of the die from the image and extract it. The extracted image is then used to classify or 
recognize the specific classification category of the defect.Total samples that is being used in this 
project is 67 die samples. The results obtained from this work shows the overall accuracy of 94% 


















Kertas ini membentangkan klasifikasi kecacatan dai menggunakan pemprosses 
imej.Pengesanan kecacatan ini adalah berdasarkan kepada ciri-ciri kecacatan dalam dai. Setiap 
kecacatan atau ciri struktur unik ditakrifkan dari sampel yang dikumpul oleh Inspektor 
Pemeriksaan Visual. Kecacatan kemudiannya dikumpulkan ke dalam kategori definisi pengguna 
seperti blop , lubang pin, underfill dan retakan dai.Kajian ini juga menerangkan algoritma 
pemprosesan imej yang digunakan untuk melakukan klasifikasi kecacatan. Klasifikasi kecacatan 
dibangunkan dari MATLAB 
 
.Ia adalah bertujuan untuk mengesan kecacatan daripada imej. Imej yang dikeluarkan 
kemudiannya digunakan untuk pengelasan atau mengenali kategori klasifikasi tertentu daripada 
jumlah sampel tersebut.Imej-imej yang digunakan dalam projek ini adalah 67 sampel dai. 
Keputusan dari kerja ini menunjukkan keseluruhan 94 % ketepatan mengesan kecacatan dan 87 
% untuk klasifikasi kecacatan . 
